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設計プロセス支援

アートワーク 回路設計 回路検証 エレメカ設計 メカ設計

インフラ

構築支援

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
管
理

設
計
管
理

製
造
管
理

1976 図形処理技術研究所設立

図研モノづくり支援ソリューションの歩み

1994 統合EDAソリューション　CR-5000開発
1988 UNIX対応EDAソリューション CR-3000開発

1978 国産初のPCB CAD/CAM　CR-2000開発

1994 英国レーカルリダック買収

東証1部へ指定替え

1999 図研EMCラボ開設

2000 INCASES Eng.買収

2002ハーネス設計ツール
Cabling Designer開発

2003　DFM検証ツール
CR-5000 ADM開発

2005 新ハイスピードデザインソリューション
CR-5000 Lightning 開発

EDA 3030年年
1010年年

55年年
1994 PDM-5000開発

PLM

1996 e-PDM DS-1開発

2004 長野沖電気とデジタルショップフロア
ソリューション共同開発

2001 e-ポータル エレクトレード’開設

2000 図研テクノマティクス設立
1997 ライブラリセンタ interPARTs開設

2005 e-PLM DS-2開発

3D

2001 3D PCBモデリングツール
Board Modeler開発

2003 IBM CATIA BP契約

2005 Dassault Systems と
戦略パートナー契約締結
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図研がフォーカスする
3Dソリューションのポイント

保守

•トレーサビリティ
管理
•保守部品管理

•ディスコン管理

試作～製造構想～詳細設計

セット組立
・工程設計
・ジグ設計

・組み立て
・出荷検査

セット組立
・工程設計
・ジグ設計

・組み立て
・出荷検査

メカ部品加工
・金型設計
・成形工程設計
・成型～検査

メカ部品加工
・金型設計
・成形工程設計
・成型～検査

機構設計・検証
・材質検討
・構造設計
・部品設計
・検証（熱、強度、

DFM）

機構設計・検証
・材質検討
・構造設計
・部品設計
・検証（熱、強度、

DFM）

意匠設計
・スタイリング
・ユーザ I/F
・テクスチャ
・カラー

意匠設計
・スタイリング
・ユーザ I/F
・テクスチャ
・カラー

PCB Assy組立
・PCB製造情報出力
・実装工程設計
・ジグ設計
・実装～検査

PCB Assy組立
・PCB製造情報出力
・実装工程設計
・ジグ設計
・実装～検査

レイアウト設計
・検証
・PCB仕様検討
・部品配置、配線
・検証（ノイズ、熱、

DFM）

レイアウト設計
・検証
・PCB仕様検討
・部品配置、配線
・検証（ノイズ、熱、

DFM）

論理設計
・回路方式検討
・流用検討
・カスタム部品検討

論理設計
・回路方式検討
・流用検討
・カスタム部品検討

エレ・メカプロセス

商品企画

商品コンセプト

•ターゲット市
場

•仕向先
•仕様・機能
•製品
　　バリエーショ

ン

•デザイン
•価格
•発売日

市場分析

•販売実績管理
•顧客要求管理
•クレーム分析
•トラブル分析
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3Dソリューションへの取り組み

設計プロセス

インフラ

2001 3D PCBモデリングツール
Board Modeler開発

2005 Dassault Systems と
戦略パートナー契約締結

2003 3D フレキシブル基板モデリングツール
Board Modeler-Flex開発

3
次
元
部
品
モ
デ
ル

提
供

3
次
元
Ｐ
Ｃ
Ｂ

デ
ー
タ
管
理

2001 図研ライブラリセンタから
3D部品提供開始

エ
レ
メ
カ
コ
ン
カ
レ
ン
ト

プ
ロ
セ
ス
管
理

2006 電機～メカ～解析
バーチャル検証ビジネス開始

2005 電子部品3Dモデリングソリューション
ePart Modeler開発

エレメカ設計（PCB） エレメカ設計（FPC） メカ設計 解析・検証
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一般電子部品：抵抗、コンデンサ、コイル、プリント基板

カーエンタテイメント
カーコミュニケーション
ボディーコントロールユニット

部品

ATM・CD
ベンディングマシン
自動改札

アビオニクス機器

コンピュータ

ネットワーク機器

通信機器

放送機器

医療機器

遊技機

1

約
10
兆
円

電源ユニット
MPUユニット　　　　　　
チューナユニット

センシングユニット
光学ユニット

エレクトロニクス製品とは？

完成品

ＡＶ機器

イメージコミュニケーション機器

携帯電話　 PC・周辺機器

ゲーム機器　

白物家電

製造装置

検査装置

軍事･衛星設備

民生機器

生産台数大

産業機器

生産台数小

約
0
兆
円

半導体：メモリ、LSI、 IC 、MPU
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日本の電機メーカが優位性を持つ製品領域

組
合
せ
型

（
モ
ジ
ュ
ラ
ー
）

す
り
あ
わ
せ
型

（
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
）

標準部品・仕様 カスタム部品・仕様

　 オ ー プ ン 特 性 　

　

製

品

特

性

　

ブラウン管TV

携帯電話

デスクトップPC

ＤＶＤプレーヤ

デジカメ（低画素数）

ゲーム機

カーナビゲーション
薄型ノートPC

デジカメ（一眼レフ）

産業機器

医療機器

プリンター複合機ＤＶＤレコーダ

薄型デジタルTV

VTR

ハイビジョンレコーダ
日本のエレクトロニクスメーカが優位性を

保ち、中韓メーカから簡単にキャッチアッ

プされないためには、技術革新をともな

うインテグラル（摺り合わせ）型製品開発

を、今の倍のスピードでこなしていくしか

ない。

例外的に一部のメーカーがこの製品領

域でも高い利益を上げているが、一般

的にはデジタル家電製品のコモディティ

化が急加速する中、中韓メーカとのコス

ト競争激化は不可避。
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エレクトロニクス製品を構成する主要素

PCBアセンブリメカアセンブリ

＋

エレクトロニクス製品におけるQCDEインパクトの大きさ、開発プロセスの複雑さは一般的に

メカ・アセンブリ　<　PCBアセンブリ
電子部品、回路、実装は技術革新が著しく、製品そのものの価値を大きく左右する。
●競争力＝価格、機能性、デザイン（小型、軽量）、省電力、高信頼性…
●制約条件＝開発LT、コスト、ノイズ対策、実装歩留、環境規制対応…
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ハイエンド製品開発チャレンジにおいて発生する課題

チャレンジ

●多機能

●高速動作

●省電力

●スタイリッシュ

●軽量…

課題

●高速回路の安定動作

●ノイズ抑制

●製造性の考慮

●空間制限
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難しさが増すQualityとCDEのトレードオフ

コストを押さえるた

めには出来るだけ

安い材料、部品、

工法を選択したい Cost

Quality

上市後の品質トラブルを避ける

ために充分な時間をかけて設

計レビューしたい

品質を確保するためにはバラ

ツキが少なく性能の高い部品

や材料を使いたい

Delivery

品質やコストダウン

の検討に時間をか

けすぎると商機を

逸する

Environment

●環境への配慮はQCD
の全てに優先
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現物ありきのQCDEフロントローディングの限界

1.製品情報・プロセスの電子化・可視化

2.ナレッジの電子化とシミュレーションの活用

3.設計情報の3次元化によるデジタルモックアップ

4.部品情報の管理、BOMの活用

5.工場情報の電子化

QCDEのトレードオフ検討を高
いレベルで実施するためには、IT
を用いた‘デジタルものづくり環

境’ を構築する必要がある｡

Q
DC E
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製品開発プロセスにおける情報のサイクル、
フロントローディングのポイント

PLMによる設計（製造）情報の評価・分析・流用

Input；

製品企画

Output；
設計資産
（製造資産）

PLM(CAD)によるQCDEのフロントローディング支援

　　　　　　設計　～　生産・保守

製造

メカ設計

エレキ設計

NPIによる組立・検査準備

MESによる工場管理

保守

CAD/CAEによる設計・検証

コンカレント設計
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意匠・機構・電気のコンカレント設計の実現

コンカレント設計・検証環境によりQCDEを確保
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3Dコンカレントエンジニアリングによる
設計プロセス・イノベーション

従
来
プ
ロ
セ
ス

（シ
ー
ケ
ン
シ
ャ
ル
、
現
物
）

意匠設計

機構設計

意匠変更

設計変更

電気設計 設計変更試作・検証

試作・検証

試作・検証試作・検証

試作・検証

試作・検証

TIME

機構設計・ 仮想検証

意匠設計・仮想検証

電気設計・仮想検証

新
プ
ロ
セ
ス

（コ
ン
カ
レ
ン
ト
、
バ
ー
チ
ャ
ル
）

•設計プロセス間における影響を制約条件

として管理することで、各々の設計や変更を

平行してすすめる事が可能。

•また全ての設計情報を3次元で扱うことで、

デジタルモックアップを実現し、

試作コストや時間の圧縮が望める
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エレメカ連携プロセスの具体例

STEP AP203,214Direct I/F

制限情報を３D
モデリング

基板外形、取付穴、

キーパーツ配置位置、

高さ制限領域、配置

禁止領域等制限情報

CR-5000/BDに対して
各層に振り分けたデータ

をダイレクトにインポート

3D Part

Library

機構設計

プロセス
基板設計

プロセス

Direct I/F STEP AP203,214

干渉チェック

各種３Ｄ解析

電子部品の詳細

モデルへ置換

配置、配線されたPCB
からパターン、部品配置

情報をダイレクトにエクス

ポート

BOX形状レベルもしくは
詳細化された3D PCB
を活用し、干渉チェックや

解析に利用
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さらなるエレメカ連携を強化するために

CATIA版BoardModeler
“BoardModeler on CATIA V5”を今秋リリース



16

BoardModeler on CATIA V5とは？

BoardModeler R3.0がCATIAのワークベンチとして利用可能。
CATIAとのダイレクトインターフェースを利用するため、電気CADの2D情報
をフル3D化が可能。

各種パラメータ

BoardModeler on CATIA V5
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BoardModeler on CATIA V5

CATIA/CR-5000間の
変換仕様を設定

CATIAの各プロダクトを
PCBの要素として登録

エクスポート機能でCR-
5000のPCBを初期化

CR-5000の設計データを
CATIAにインポート

部品移動後、再びCR-
5000にエクスポート

インポートによって生
成された３次元PCB
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BoardModeler on CATIA V5

CATIA-EDA(CR-5000)間のダイレクト連携の実現
2Dの電気CAD情報の3Dモデル化を実現

■ 配線パターンの3D化,レジスト & メタルマスク表現, Symbols表現,フットプリント…
電気的制約のサポート（配置配線禁止領域など）
PCBモデリングに特化したモデリングコマンドのサポート

■ e.g  Moving parts on board, Switching LOD of part shape
RATSNESTのサポート
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製品開発プロセスにおける情報のサイクル、
フロントローディングのポイント

　　　　　　　構想・詳細設計　～　生産・保守

Input；

製品企画

PLMによる設計（製造）情報の評価・分析・流用

Output；
設計（製造）
資産

製造

メカ設計

エレキ設計

NPIによる組立・検査準備

MESによる工場管理

PLM(CAD)によるQCDEのフロントローディング支援

保守

CAD/CAEによる設計・検証

3Dモデリングによる
セット全体の
バーチャル検証
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PCB CAD 3D CADPCB 3D化ツール

3Dモデリングによるセット全体のバーチャル検証
3Dライブラリセンター

3D部品への置換

2D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3D
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PCBー機構の物理干渉のフロントローディング
シ
リ
コ
ン
ス
イ
ッ
チ
パ
ッ
ド
部

と
の
コ
ン
タ
ク
ト
性

基
板
ア
セ
ン
ブ
リ
と
筐
体
間
の

嵌
合
チ
ェ
ッ
ク

メ
カ
ア
セ
ン
ブ
リ
と
の
電
気
的

影
響
検
証

マ
ル
チ
基
板
間
の
部
品
ク
リ
ア

ラ
ン
ス
チ
ェ
ッ
ク
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振動・衝撃の解析とフロントローディング

米PlassoTech社の応力解析ソフト「3GA」による共振解析

Dassault Systemes社の応力解析ソフト　CATIA 
V5　GPSワークベンチによる曲げ強度・衝撃解析。
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製品情報の3Dモデル化によるメリット

情報量

試作しないとわからな
い情報の量（現物と図
面のギャップ）

現物情報

2次元図面から得られる情報

3次元ツールで
得られる情報

図研による
PCB 3D化

100%

?%

1980 1990 2000 2010 年代

製品を3Dで表現するデジタルモックアップは、2D図面に比べて製品の外観や構
造などを直感的に理解することができる。また情報量も多いため、開発部門内だ
けでなく、社内外におけるデザインレビュー精度の向上が期待できる

●顧客への早期提案…　製品外観、装置内構造、熱・振動解析結果のレビュー
●製造工法検討の前倒し…　セット内のウォークスルーによる組み付け、ジグ検討
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電子部品の3Dモデリング
ティピカルモデル MAXモデル

●昨今の高密度設計において、部品形状をティピカル値で扱っていては現実
的なチェックが出来ない。最大公差の部品モデルでの検証が必要。

●一方全ての電子部品を詳細モデル化するとコンピュータへの
負荷が大きい。影響の少ない部品については単純化して検
証することも重要。

●設計者自らを解析に向かわせるために回路設計

～解析までのワンストップにした統合ライブラリ管理を
目指す。

●精巧な部品モデルを登録するのには膨大なコストがかかる。正確な
公差情報も含めた部品メーカ側への協力要請が必要。
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設計者による解析活用促進にむけたプリプロセス支援

PCBの3D化 解析ライブラリ作成・配置 解析対象の簡素化

部品の間引き

IDF等による
PCBアセンブリ情報
の取り込み

解析ツール上
での解析ライブ
ラリ再配置

解析ライブラリの
準備

3DCAD～PCB 
CAD間でのライ
ブラリ座標、角度
の確認

ePart Modelerによる解
析ライブラリ（形状）のデ
フォルメ登録自動化

Board Modelerによる
条件毎（ex.発熱量、
部品高さ…）の間引き
自動化

Board Modelerによ
る、導体を含む全
PCBアセンブリ情報
の取り込み

DXF,IGESなど
による導体デー
タの読み込み

レイアウト設計完了

≒　解析準備完了

解
析
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図研のデジタルモノづくりプロセスは

Delivery

Qualit
y

Cos
t

エレメカ・コンカレント設計によるスピードUp

+
Environment

エレメカ。データ連携によるミスの削減

3D詳細データおよびノウハウ活用による設計品質の
向上→干渉・解析の精度Up

意匠⇔機構⇔電気間の連携による

設計変更に強いプロセスの確立

QCDEのフロントローディングの実現！



ワイヤーハーネスソリューション
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回路図/ハーネス図/CATIA V5との連携
データ管理システム

接続情報
コネクタ情報
ワイヤ情報

ワイヤ情報
コネクタ情報
接続情報
ユニット情報
分岐情報

ハーネス経路形状
ハーネス経路長

回路設計 ハーネス図設計

ワイヤ長さ情報

ワイヤ長さ情報

配策設計

配線図 配策設計(3D) ハーネス図
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回路図/CATIA V5との連携

ワイヤ情報
コネクタ情報
ユニット情報

回路図情報を活用した3Dハーネス経路検討が可能
使用部品(ユニット/コネクタ)のリストから部品配置が可能
ハーネス径を自動で算出
⇒3DCAD上で筐体-ハーネス干渉チェックが可能

3D筐体設計回路図設計
3Dハーネス配策設計
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ワイヤ情報
　ワイヤ長

CATIA V5/回路図との連携
3D配策で決定したワイヤ長を回路図へ反映
ワイヤ長を活用した電気的な特性の検証を行います。

ヒューズ負荷率チェック
ヒューズ溶断-ワイヤ発煙チェック
ワイヤ許容電流チェック

3Dハーネス配策設計
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CATIA V5/回路図とハーネス図の連携

--物理情報--
経路引き回し情報
　経路形状
　ハーネス寸法

3Dハーネス配策設計

回路図設計

--論理情報--
コネクタ情報
ワイヤ情報

3D経路形状/経路長をハーネス図へ活用
回路図からコネクタピン配列情報のインポート

ハーネス図設計
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経営者
(事業責任者)

製品開発
部門IT部門

デジタルモノづくり環境を実現するために

適用IT運営組織
プロジェクト
スコープ

三位一体+…

開発部門の課題が正確に
把握できない…

課題へのプライオリティが
つけられない…

忙しすぎて課題の絞込が
出来ない…
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IT提供
業界唯一無二の電気・メカCADベンダー
業界唯一無二のPLMベンダー

HR提供
100名を越えるCAD,PLMのコンサルタント
200名を越える業務支援・派遣エンジニア
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